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Aktivna spajka na baze zinok- indium- horcik

 spajka uréena pre vyssie aplikaéné teploty ( ~ 300 °C)

« umoznuje priame spajkovanie nekovovych materialov
bez ich predchadzajuceho pokovenia

 rychlost zmacania a plocha roztecenia, uhol zmacania,
Smykova pevnost spojov su na Standardnej priemyselnej trovni

Vyuzitie:

 vyuzitelha v oblasti elektrotechniky, vyskumu a vyvoja

e umoznuje priame spajkovanie kovovych materialov s nekovovymi alebo tazko
spajkovatelnymi materialmi

 urcena primarne pre ultrazvukové, laserové a kombinované spajkovanie

 vyuzitelha v procese postupného spajkovania

« vhodna pre beztavivové spajkovanie

Vyhody oproti existujucim rieseniam:
« neobsahuje Pb (Skodlivé), neobsahuje Au (nakladné)

« vhodna pre vyssie aplikacné teploty - unikatna vlastnost pre aktivne bezolovnaté spajky
« lepsie mechanické vlastnosti v porovnani so spajkami s obsahom Bi

Stav technolodgie:

Tradiéné Sn-Pb spajky boli najc¢astejsie pouzivanymi zliatinami v elektronickych
zariadeniach. Olovo je ale toxické, zdraviu skodlivé a z toho dévodu su vyrobcovia nuteni
pouzivat iné alternativy pre spajkovacie materialy. Pocas uplynulych rokov vyskum

v tejto oblasti pokrocil a boli navrhnuté rézne iné spajkovacie zliatiny, ktoré by mohli
nahradit klasické spajky s obsahom Pb. Su to spdjky na baze Sn, Bi ¢i Zn. Spdjky na baze
Zn patria do skupiny spajok pre vyssie aplika¢né teploty. Tieto vyssie aplikaéné teploty
su teploty v rozsahu od 300 °C do 440 °C. Zinkové spajky s primesami dalsich prvkov
dosahuju teplotu tavenia okolo 420 °C, ¢o ich robi velmi atraktivnymi. Pouzitie je nielen

v elektronike na zapuzdrovanie, ale rovhnako na optické komponenty a obvodové moduly
pre postupné spajkovanie v automobilovom priemysle. Zinkové spdjky sa vyznacuju
vysokou tepelnou vodivostou a spolahlivostou v zavislosti na ostatnych zliatinovych
prvkoch.V sucasnosti je vyskum v oblasti spajkovania keramickych materialov
koncentrovany na pouzivanie priameho beztavivového spajkovania pomocou aktivnych
spajok. Aktivne spajky pre beztavivové spajkovanie obsahuju malé mnozstvo z prvkoy,
ako je Zn, Ti, In, Si, Al, Mg alebo lantanoidy, ktoré maju silni chemicku afinitu s kyslikom
a zabezpecuju zmacanie keramického, alebo kovového substratu bez pouzitia taviva.
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MAKKA AKTIVNA SPAJKA
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Obr. 1 Proces vyroby spajkovaného spoja
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Obr. 2 DSC analyza skumanych spajok typu Zn-In-Mg
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Obr. 3 MikroStruktura spajky Zn10In1Mg
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Obr. 4 Plosna EDX analyza spajky Zn10InTMg
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Obr. 6 Plosna EDX analyza spajkovaného
spoja Si/Zn10InTMg
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Obr. 5 Tahové teliesko a priemerna '"
¢ CuZnllnlMgCo CoZndinlMgCu CoZnl0inlMg'Cu SiZnllnlMgCn  SiZnSiniMg'Cu Sy#nl0nlMg/ Cu

pevnost v tahu spajkovacich zliatin
typu Zn-In-Mg

Obr. 7 Smykova pevnost spajkovanych spojov




